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Abstract (en)
A lead-containing additive for molten steels is in the form of a filled wire consisting of a metallic shell and fine particles of a filling material, which
consists of a) metallic lead and/or lead alloys and b) a lime-containing material which releases CO2 at the temperature of the molten steel. <??>This
additive allows reliable, controlled and uniform introduction of lead into the steel.

Abstract (de)
Es wird ein bleihaltiges Zusatzmittel für Stahlschmelzen beschrieben, welches in Form eines gefüllten Drahtes, bestehend aus einem metallischen
Mantel und feinteiligem Füllmaterial vorliegt, wobei das feinteilige Füllmaterial aus a) metallischem Blei und/oder Bleilegierungen sowie, b) einem
bei der Temperatur der Stahlschmelze CO2-abspaltenden kalkhaltigen Material besteht. Dieses Zusatzmittel ermöglicht ein sicheres und gezieltes
sowie gleichmäßiges Einbringen des Bleis in den Stahl.
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